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기판에 사전변형률이 인가된 박막의 구조 해석

Structural Analysis of Thin Film with Applied Pre-Strain in Substrate
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Stretchability enables the device to be patched to a curved surface or to be folded several times to maximize usability.

Among many methods, the pre-strain method is advantageous in that the stretchability as much as the pre-strain applied to

the substrate is guaranteed even without material improvement. When the pre-strain is restored to its original state, the thin

film gets wrinkled or the substrate gets buckled. Wrinkles and buckling that appear in this way are affected by the physical

properties and dimensions of the substrate, and it is necessary to analyze their effect. In this study, a theoretical approach

was used and a nonlinear post-buckling analysis was performed using a finite element method. The analysis was divided

into two steps: the pre-strain step and the recovery step. According to the analysis results, it was possible to predict and

analyze the wrinkle and buckling behavior due to pre-strain according to the physical properties and dimensions of the

substrate. The pre-strain analysis method can be applied to multi-layer structures with three or more layers and can be

used as a method to analyze wrinkle suppression and wrinkle shape control in future studies.
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1. 서론

착용형 에너지 소자, 인체 패치형 소자 그리고 디스플레이

소자는 신축성이 있으면 변형이 되더라도 전기적 특성이 유지

되어 형태에 제약을 받지 않게 되므로 많은 연구자들의 관심을

받고 있다[1,2]. 신축성을 구현하기 위해서 구조적 방법 또는 재

료적 방법의 접근을 하여 개선하는 시도들이 많은 연구자들에

의해서 수행되고 있다[3,4]. 신축성 개선을 위한 구조적 방법으

로 웨이브, 주름형 배선, 아일랜드-브리지 구조, 코일, 오리가미

키리가미, 섬유, 균열, 인터락, 사전변형률 등을 이용하는 방법

이 있으며, 재료적 방법으로는 나노와이어, 나노파티클, 액체 금

속, 전도성 폴리머와 같은 다양한 재료를 도입하고 있다[5,6].

Kim의 연구와 같이 사전변형률의 구조적 방법과 나노와이어의

재료적 방법을 동시에 사용할 수 있다[7]. 신축성 소자의 기판에

는 PDMS나 폴리우레탄과 같은 소프트한 재료가 사용된다. 특

히 Qi의 연구를 보면 PDMS는 화학적, 열적 안정성, 투명성, 생

체적합성이 우수하고 표면 또는 벌크 물성의 개질이 가능하여

Copyright © The Korean Society for Precision Engineering

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/

by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

NOMENCLATURE

Pc

σc

εc

λ

A

k

hf

=

=

=

=

=

=

=

Critical Load

Critical Stress

Critical Strain

Wave Length

Amplitude

Winkler’s Modulus of an Elastic Half-Space

Thickness of Thin Film

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.7736/JKSPE.022.105&domain=http://jkspe.kspe.or.kr/&uri_scheme=http:&cm_version=v1.5


176 / February 2023 한국정밀공학회지  제 40권 제 2호

신축성 전자소자의 기판 재질로 광범위하게 사용된다[8]. 신축

성을 확보하는 대표적 방법으로 Fig. 1과 같이 소프트 기판에

사전변형률 인가 후 하드 박막을 증착하고 기판을 초기상태로

릴리스(Release)시켜 제작하는 방법이 있다[9,10]. 이 방법은 최

소한 사전변형률만큼의 신축성을 확보할 수 있는 장점이 있다.

이 방법의 경우 복귀하는 과정에서 주름과 좌굴 현상이 발생하

여 이것을 이론적, 수치적으로 분석하는 것이 필요하다. 수치적

분석의 경우 비선형 후좌굴(Post-Buckling) 문제로, 많은 컴퓨팅

자원이 소모되므로 효율적인 전략이 필요하다. Chung과 Cheng

의 연구에서는 이론식을 이용하여 단일 박막관점에서 주름현상

을 분석하였다[11,12]. Diab은 Ruga Mechanics라는 용어를 도

입하였으며 주름의 특성을 예측하였다[13]. Ma는 사전변형률이

인가된 상태에서의 주름의 특성을 이론적으로 분석하였다[14].

그리고 주름 형성에 관한 연구는 많으나 사전변형률을 확실하

게 모사한 사례는 적다. 대부분 Nikaravesh의 연구에서와 같이

사전변형률이 모델링되지 않은 소프트 기판과 하드 박막을 단

순 압축만 인가시켜 해석하였다[15]. 그러나 Cao의 연구에서 상

용코드인 Abaqus에서 제공하는 Model Change 기능을 이용하

여 사전변형률을 모사한 결과를 보여주었으나 다중스텝 및 접

촉 등 적용여부와 같은 구체적 정보는 기술되어 있지 않았다

[16]. Omairey의 경우 상용코드를 이용하여 전산 균질화 기법을

적용한 사례를 보여주었다[17].

본 연구에서는 사전변형률 인가된 박막의 거동을 살펴보고자

한다. 사전변형률의 대표적인 이론적 접근 방법들을 비교 분석

하였으며 수치해석적 방법에 있어서 다중 스텝으로 모델링하여

거동을 살펴보고자 한다. 본 연구 대상의 모델은 길이에 비해서

두께가 아주 얇고 변형의 형태가 주기성을 갖기 때문에 주기성

을 보이는 부분만 모델링하고 주기경계조건을 인가하는 전산

균질화 기법을 이용하였다. 이를 바탕으로 사전변형률 인가 후

박막 거동을 정확히 파악하고 예측하고자 하였다. 또한 사전 변

형률 인가에 의한 기계적 거동의 영향을 주는 설계 인자에 대한

영향을 분석하고자 하였다.

2. 이론적 접근

박막에 발생하는 주름의 이론적 접근은 고체역학에 기반을

두고 있으며 20세기 초반에 제시되었다[18,19]. 이론식은 2가

지 관점에서 전개할 수 있으며 본 연구에서는 이것들의 특징을

살펴보고자 한다. 그리고 주름도 좌굴 특징을 가지고 있어 용어

정리가 필요하다. 본 논문에서 박막에만 발생하는 사인함수형

변형을 주름이라 하고 기판과 박막에 발생하는 굽힘형 변형은

좌굴이라고 정의하였다. 이론적 검토는 단일 박막의 미분방정식

을 이용한 오일러(Euler) 좌굴식이다. 이것은 단일 구조물에 기

반을 두는 식이다. 이것은 하부기판을 하부지지하중으로 취급하

는 Biot 방법[18]과 하부기판과 박막을 두 개의 박막을 복합재

와 같이 등가적으로 취급하는 방법이 있었다[10]. 

2.1 하부기판을 지지체로 고려한 주름해석(Biot 방법)

PDMS와 같은 소프트 기판위에 형성된 여러가지 하드 박막

에 발생하는 주름을 분석하고자 하였다. 아래와 같은 박막의 미

소단위요소에 작용하는 힘들은 Fig. 2와 같으며 이것의 평형식

으로부터 식(1)을 얻었다.

 (1)

식(1)의 첫째 항은 오일러-베르누이 굽힘에 해당하며 둘째

항은 축방향(Axial) 오일러 좌굴하중에 해당한다. 셋째 항은 하

부 기판을 탄성 반무한 지지체로 취급한 것인데 하부 기판에

작용하는 힘을 윈클러 모듈러스(Winkler Modulus)를 사용하여

나타냈다. 여기에서 수직변위 w는 x좌표의 함수로서 w(x) =

Asin(2πx ⁄ λ)와 같이 진폭 A, 파장 λ를 가지는 사인함수로 가

정하였다. 이론식에서 평면변형률 상태로 가정하여 탄성계수는

를 사용하였다. 는 박막의 탄성계수, 는

기판의 탄성계수이다. 그리고 ν는 프와송비(Poisson’s Ratio), I

는 I = bh3/12 (h: thickness, b: width)이며 박막의 2차 면적모멘

트이다. 넷째항에서 윈클러 모듈러스 k는 이다

[18]. 식(1)의 해를 구하기 위하여 식(1)의 미분 방정식에 w(x)

= Asin(2πx ⁄ λ)를 대입하면 식(2)와 같이 주름현상을 발생시키

는 힘 P를 얻을 수 있다.

(2)

식(2)를 파장(λ)에 관하여 미분(dP/dλ = 0)하면 힘을 최소로

하는 파장(λ)을 식(3)과 같이 구할 수 있다.

(3)

식(3)을 식(2)에 대입하면 주름을 발생시키는 임계하중을 식

(4)와 같이 구할 수 있으며 이것으로부터 임계응력과 임계변형

률을 식(5)와 식(6)과 같이 얻었다.
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Fig. 1 Procedure for fabricating thin film with pre-strain
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 (6)

그리고 진폭(A)를 얻기 위하여 임계변형률(εc)을 제외한 변형

률 ε−εc를 고려하고 테일러 급수를 적용하면 식(7)을 얻을 수

있어 식(8)과 같이 진폭과 변형률의 관계를 구할 수 있다.

(7)

(8)

2.2 등가단면계수를 이용한 좌굴 해석

또 다른 방법으로 식(1)에서 첫째항과 둘째항 만을 고려하면

Fig. 3과 같이 된다. 이후 힘의 평형식을 세우고 경계조건을 적

용하면 잘 알려진 오일러 좌굴 하중식 식(9)를 얻을 수 있다. 식

(9)에 경계조건으로 양끝단의 기울기 0을 적용하면 임계좌굴하

중(Pc)은 식(10)이 된다.

 (9)

 (10)

그리고 소프트 기판과 하드 박막의 이중 층으로 구성된 경우

등가굽힘강성을 식(11)과 같이 구할 수 있다. 

 (11)

그리고 이 경우 임계변형률은 아래의 식(12)와 같이 전단변

형 효과를 포함한 식이 사용되었다[10]. 식(12)의 계수 중에서

1.2는 전단보정계수에 기인한다. 여기서 등가인장강성은 

이다.

 (12)

하드 박막의 두께가 상대적으로 얇은 경우는 전단효과를 무시

할 수 있다. 그러므로 식(12)는 식(13)과 같이 단순화될 수 있다.

 (13)

2.3 임계길이 및 사전변형률의 영향 고찰

앞에서 기술한 두 가지의 접근 방법에 의해서 임계변형률은

각각 도출될 수 있다. 두 번째 오일러 좌굴하중에 의한 변형률

은 길이의 제곱에 반비례한다. 그렇기 때문에 각각 도출된 두

개의 식을 통하여 식(14)와 같이 임계 길이(L)를 확인하여 박

막주름과 좌굴의 발현 여부를 판별할 수 있다. 전단효과를 고

려할 경우 식(14)와 같이 다소 복잡한 관계를 가지고 있다. 그

러나 하드 박막의 두께가 상대적으로 얇은 경우 전단효과를 무

시할 수 있으므로 임계길이는 식(15)와 같이 간결한 식으로 표

현된다.

(14)

(15)

식(3)은 박막 주름의 파장을 나타낸 식이며 기판과 박막의 탄

성계수과 박막의 두께만의 함수로 표현된다. 식(8)은 박막 주름

의 진폭이며 변형률이 임계변형률보다 작은경우 근호안의 값이

음수가 되므로 임계변형률보다 같거나 큰 경우에서만 정의된다.

식(3)과 식(8)에 따르면 변형률이 증가함에 따라 주름의 파장은

변함이 없는 상태에서 주름의 진폭만 증가하는 것으로 나타난다.

사전변형률이 인가된 경우에서 주름의 파장 및 진폭의 경우

Khang의 연구에서는 식(16), 식(17)과 같이 단순히 변형률에 사

전변형률을 대입하였다[9]. 식(16)에 따르면 파장은 사전변형률

과 무관하게 표현된다.

(16)

(17)

그러나 실제는 사전변형률이 인가된 경우 주름의 파장은 사

전변형률의 크기에 반비례하여 작아지는 관계가 있다고 가정할

수 있다. 사전변형률이 작다면 파장에 미치는 영향을 무시할 수

있으나 사전변형률이 큰 값을 가지는 경우 Cheng의 연구에서는
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Fig. 2 Forces of a thin film element on a substrate 

Fig. 3 Forces of a thin film (Euler’s approach)
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식(18), 식(19)와 같이 파장을 사전변형률의 함수로 표현하고 이

에 따른 진폭의 식(20)을 구하였다[12].

(18)

(19)

(20)

3. 기판에 사전변형률이 인가된 박막의 구조해석

3.1 개요 및 경계조건

사전변형률이 인가된 소프트 기판 위에 하드 박막을 형성시

킨 후 발생하는 후좌굴(Post-Buckling) 거동을 분석하고자 하였

다. 후좌굴 거동에서 강성의 크기가 줄어들어 수치적으로 수렴

하지 않기 때문에 비선형 전문 해석코드인 MSC/MARC를 활용

하였다. 해석모델 요소의 크기는 예상되는 파장의 1/8보다 작게

하여야 파장의 형태에 왜곡이 생기지 않는다. 해석모델의 최소

요소 사이즈는 10 nm이며 Fig. 4(a)와 같이 204,049개의 절점과

449,798개의 4절점 평면변형률 요소로 구성되었다. 실제 제작공

정과 같게 모사하려고 Fig. 4(b)와 같이 단계 1(사전변형률 단계)

과 단계 2(릴리스 단계)를 구분하여 두 개의 단계로 나누어 경

계조건을 인가하였다. Fig. 4(c)의 사전변형률 단계에서는 소프

트 기판의 왼쪽 면을 구속하고 오른쪽 면을 한 점으로 링크

(Link)시킨 후 링크된 한 점에 인장변형을 증가(Ramp-Up)시키

며 작용하였다. Fig. 4(d)의 릴리스 단계에서 사전변형률이 인가

된 소프트 기판과 하드 박막의 접촉면은 인위적으로 접합되며

이전 단계와는 반대로 오른쪽 면을 구속하고 박막과 기판의 왼

쪽 면이 한 점으로 링크되고 링크된 한 점에 하중을 인가하였다.

상세하게는 이전단계에서 인장변형을 인가할 때 얻어지는 반력

은 기판과 박막 모두에 작용하며 그 크기는 감소(Ramp Down)

되도록 부가하였다. 해석모델은 길이에 비해서 두께가 아주 얇

고 변형의 형태가 주기성을 갖기 때문에 주기성을 보이는 부분

만 모델링하는 전산 균질화 기법을 적용하였다. 즉, 해석모델의

좌우 끝단에 주기경계조건(Periodic B.C.)을 주어 해석모델이 전

체의 거동을 대표할 수 있도록 하였다. 해석과정에서 사전변형

률 인가 후 임계하중 이상의 하중이 박막에 작용되면 불안정성

(Instability)으로 좌굴이 발생하여 사인함수형 변형이 유발되는

데 이것은 해석모델의 불완전성(Imperfection)에 매우 민감한 영

향을 받는다. 본 연구에서는 왼쪽 크들 중의 극히 일부를 제거

하여 x 방향 구속을 풀어준 부분을 만들어 의도적으로 불완전

성을 만들었다. 초기 길이 L0는 408 µm, 사전변형률 인가 후 길

이 L1은 510 µm이다.

3.2 박막의 탄성계수에 따른 주름 특성

기판의 재료는 흔히 사용되는 PDMS를 채택하였으며 그 탄

성계수는 2.5 MPa이다. Figs. 5, 6, 7, 8에서 기판 두께는 140

µm이고 20%의 사전변형률이 인가된 경우의 해석결과이다.

Figs. 5(a), 5(b)에서 박막의 두께는 120 nm이고 박막의 탄성계

수는 25 GPa이다. 하드 박막은 초기에는 단순 압축 변형을 하

다가 하드 박막의 하중이 임계하중을 넘어서면 Fig. 5(a)와 같은

사인함수 형상의 변형이 나타난다. Fig. 5(a)의 미제스 응력 값

은 주름의 피크와 밸리 위치에서 거의 같은 값을 형성하고 있으

며 두께 방향으로 꼭대기 위치에서만 응력 값이 크고 바닥의 위

치에서는 응력이 거의 작용하지 않음을 나타낸다. Fig.5(b)의 주

응력을 보면 피크 위치에는 인장 응력이 밸리 위치에는 압축 응

력이 작용하고 있다. 마찬가지로 꼭대기 위치에서만 응력이 작

용하고 있다. 그리고 탄성계수가 25,000 MPa인 경우 1 GPa 이

상의 값을 가질 수 있어 소성변형이 발생할 수 있다. 그렇기 때

문에 응력 값을 낮추거나 소성변형이 되더라도 파단되지 않도

록 하여야 한다. 그리고 Fig. 5(c)의 미제스 응력을 보면 응력 값

에 관계하는 주름의 주요 변수는 박막의 탄성계수이며 박막의

두께의 영향은 매우 작음을 보여준다.

λ
λ
0
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2πhf
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-----------------

Ef

3Es

--------
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3
---
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Fig. 4 FE model, STEPs and boundary condition
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Fig. 6에 사전변형률에 의해 발생한 주름의 파장과 진폭의 이

론식 계산결과와 유한요소해석 결과를 박막의 탄성계수에 따라

나타냈다. 그래프에서 파장과 진폭은 박막의 두께로 나누어서

정규화(Normalization)하였다. 박막의 파장과 진폭은 식(3),

식(8)과 같이 박막의 탄성계수 크기에 비례 관계에 있다. 이론

식과 해석의 결과는 이러한 관계를 잘 따르고 있다. 박막 두께가

30, 60 nm인 경우 이론식과 해석의 결과 차이가 다소 나고 있다.

그 원인은 유한요소모델의 요소크기로 분석된다. 현재 요소크기는

191 nm이며 이것의 최소 6분할 이상이 필요하나, 모델의 요소

크기 축소는 전체 요소수의 급격한 증가를 가져와 엄청난 컴퓨

팅 자원이 필요하므로 이는 후속연구에서 보완하고자 한다. 그리

고 박막 두께 30 nm의 경우 탄성계수의 값이 25, 250,000 MPa일

경우에는 주름이 형성된 변형모습이 나오지 않았는데, 그 원인으

로 역시 유한요소모델의 요소크기에 기인하는 것으로 분석된다.

위의 결과 중에서 하드 박막의 두께가 120 nm일 때의 해석

결과를 Fig. 7에 나타냈다. 사전변형률은 20%이며 하드 박막에

인가되는 변형률의 증가에 따라 주름의 파장과 진폭 변화 결과

를 보여준다. Fig. 7(a)을 보면 박막의 탄성계수 25,000 MPa까

지는 기판이 박막의 거동에 큰 영향을 주지 않는다. 그렇지만

하드 박막의 탄성계수 250,000 MPa에서는 기판의 변형률이 균

일하지 않아 기판이 하드 박막에 영향을 주고 있음을 확인할 수

있다. Figs. 7(b), 7(c)의 결과를 보면 하드 박막에 발생하는 주름

의 파장과 진폭은 박막의 탄성계수의 크기에 비례하는 결과를

그대로 보여준다. Fig. 7(b)에는 박막에 좌굴이 발생하여 사인함수

Fig. 5 Stress results of a thin film

Fig. 6 Wave length and amplitude along elastic modulus
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형상이 발생한 시점 이후의 결과만을 기록하였다. 파장의 크기

는 사전변형률이 증가함에 따라 반비례하여 완만하게 감소하고

있다. 그리고 Fig. 7(c)의 결과를 보면 좌굴 발생 이후 진폭은 사

전변형률에 비례하여 증가하고 있다.

본 연구와 같이 본 연구와 같이 단계 1에서 소프트 기판만의

사전변형률에 의해 발생한 변형에너지가 단계 2의 릴리스 단계

에서 소프트 기판에 추가된 하드 박막의 변형에도 사용된다. 그

렇기 때문에 최종 변형된 길이는 기판의 초기 상태로 완벽하게

회복하지 못하고 초기 길이보다 약간 크게 되는 잔류 변형이 생

기게 된다. 이것의 비회복률(Un-Returned Length Rate, URLR)을

URLR = (L2-L0)/L0×100으로 정의하고 이것의 계산결과를 Fig. 8에

나타냈다. 결과를 보면 박막의 탄성계수가 250,000 MPa인 경우

는 10%까지 URLR이 생길 수 있음을 확인하였으며 이것을 줄

이기 위해서는 소프트 기판의 두께를 증가시켜 전체적으로 증

가된 변형에너지를 확보하는 것이 필요하다.

3.3 기판 사전변형률과 기판 두께에 따른 주름 특성

Fig. 9에서 하드 박막의 탄성계수는 75,000 MPa, 소프트 기

판 두께는 140 µm이다. 단계 1에서 소프트 기판에 1-20%만큼

사전변형률을 각각 인가하면 단계 2에서 이에 따른 하드 박막

에 주름이 발생되는데 사전변형률을 20개 구간으로 나누었으며

마지막 최종 릴리스가 완료된 이후의 결과를 이론해와 함께

Fig. 9에 나타냈다. Fig. 9에서 사전변형률이 커지면 하드 박막

에 인가되는 변형이 커지며, Fig. 9(a)에서처럼 하드 박막의 변

형률이 증가하여 릴리스 이후 최종변형길이 L2의 크기가 작아

진다. 그리고 Figs. 9(b)와 9(c)의 결과를 보면 하드 박막의 파장

과 진폭의 해석결과는 이론식과 정량적으로 약간의 차이가 있

으나 정성적 경향은 같다. 파장의 해석결과는 식(18)과 같이 변

형률의 크기에 반비례하고 있다. 진폭의 해석결과는 파장의 결

과와 유사한 경향을 보여준다. 이론식과의 정량적 차이는 요소

크기, 접촉 등 해석적 요인이 원인으로 예상된다.

Fig. 10에서 탄성계수 75,000 MPa인 박막에 대하여 기판의

두께를 20, 80, 140 µm으로 변화시키며 기판 두께 효과를 분석

하였다. 앞에서와 마찬가지로 사전변형률에 의해 하드 박막의

변형률이 20% 인가되도록 하였으며 하드 박막 변형률 증가에

따라 나타나는 순차적 결과를 Fig. 10에 나타냈다. Fig. 10(a)를

보면 기판의 두께가 감소하면 릴리스 이후 최종변형길이 L2의

길이가 증가한다. 이는 하드 박막의 변형률이 20%로 동일한 상

태에서 소프트 기판의 두께가 감소하면 변형에너지가 그만큼

감소하므로 하드 박막의 변형량도 감소하게 된다. 그리고 주목

할 만한 특징으로 소프트 기판의 두께가 20 µm인 경우에도 단

계 2에서 좌굴이 발생하지 않았다는 것이다. 이는 기판에 사전

변형률이 인가된 경우 최소한 사전변형률이 회복되는 단계에서는

Fig. 7 Thin film behavior along elastic modulus

Fig. 8 Un-returned length rate
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좌굴이 발생하지 않는다고 볼 수 있다. 본 연구의 사례를 벗어

나는 경우 좌굴이 발생할 가능성을 배제할 수 없다고 하지만 본

연구의 범위내에서 좌굴이 발생하지 않았음을 확인하였다. 그리

고 비교를 위하여 Appendix에 사전변형률이 인가되지 않았을

경우의 거동을 분석하였다. 본 Appendix의 결과를 보면 사전변

형률을 인가한 경우 다중스텝으로 나누어 해석한 결과와 변형

모습에서 차이가 있음을 알 수 있었다.

4. 결론

본 연구에서는 사전변형률이 인가된 기판에 의한 박막 주름과

좌굴의 이론식을 살펴보고 유한요소해석을 이용한 수치해와 비교

하였다. 이론적 수식의 경우 기판을 반무한 지지체로 취급하여

박막의 힘의 평형을 고려하는 방법과 소프트 기판과 하드 박막

을 하나의 등가박막으로 간주하여 오일러 좌굴로 취급하는 방

법이 있다. 오일러 좌굴의 박막이 상대적으로 얇은 경우 전단효

과를 무시할 수 있어 이를 반영한 이론식을 제시하였다. 그리고

비선형 유한요소해석을 통하여 실제와 같이 두 개의 단계로 나

누어서 모델링하였으며 전산균질화 기법을 적용하였다. 이론식

과 수치해석에서 박막의 탄성계수, 기판의 두께, 및 사전변형률

등의 인자에 따른 박막의 파장, 진폭, 응력, 변형률 등의 특성에

관한 결과를 얻었다. 주름의 파장과 진폭의 경우 이론식과 수치

해가 어느 정도 잘 일치하는 결과를 보여주고 있다. 해석결과를

보면 사전변형률을 이용하는 경우 파장 및 진폭의 주요 인자는

탄성계수이며 기판의 두께가 20 µm로 얇아지더라도 좌굴이

Fig. 9 Thin film behavior along pre-strain value

Fig. 10 Thin film behavior along substrate thickness
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발생하지 않고 원래의 상태로 복귀하는 특징을 확인할 수 있었

다. 기판에 사전변형률이 인가된 경우 최소한 사전변형률이 회

복되는 단계에서는 거의 좌굴이 발생하지 않는다고 볼 수 있다.

그리고 기판이 초기 상태로 완벽하게 회복하지 못하는데 이것

은 박막의 탄성계수가 틀수록 잔류변형량이 커지므로 이를 방

지하기 위해서는 기판의 두께를 증가시키는 것이 필요하다. 이

와 같이 본 연구에서 제시한 결과는 사전변형률이 인가된 신축

성 소자의 기계적 거동을 정확하게 예측 및 설계할 수 있어 신

축성 소자의 개발 및 응용에 있어 설계 가이드를 제공할 수 있다.
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APPENDIX

A1. 사전변형률 없는 기판과 박막의 구조해석

A1.1 사전변형률 없는 기판과 박막의 압축 거동 분석

Appendix에는 기판에 사전변형률이 인가되지 않았을 때를 분

석한 결과를 나타내었다. 기판과 박막에 압축변위가 동시에 인가

되었다. 사전변형률을 인가한 경우와 비교하기 위하여 Fig. 10과

같이 탄성계수 75,000 MPa인 박막에 대하여 기판의 두께를 20,

80, 140 µm으로 변화시키며 기판 두께 효과를 분석하였다.

해석 모델은 4절점 평면변형률 요소로 구성되어 있으며 기판

과 박막의 한쪽 끝면 x-변위를 동시에 구속하고 다른 쪽 끝의 x

변위를 변형률이 20% 되도록 동시에 압축시켜서 박막 주름 또

는 기판 좌굴이 발생하도록 하였다. 그리고 모델의 아랫면의 한

점만 y방향을 구속하였다. 그리고 주기경계조건을 인가하기 위

하여 한쪽 끝의 y 변위가 다른쪽 끝의 y 변위에 종속적인 관계

를 가지도록 하였다.

소프트 기판의 두께가 20, 80 µm인 경우에 기판에 좌굴이 발

생하였다. 그리고 소프트 기판의 두께가140 µm인 경우에 좌굴

이 발생하지 않았다. 하지만 박막에 형성된 주름이 기판의 영향

을 받아서 중심에서 멀어질수록 파장이 커지고 있는 형상을 하

고 있다. 이것은 오일러 좌굴과 같이 기판이 가늘고 긴 형상을

할수록 쉽게 좌굴이 일어나는 특징을 그대로 가지고 있음을 확

인할 수 있었다. 실제 사전변형률 영향에 대한 실제 검증은 후

속연구에서 기판 두께에 따른 좌굴의 발현여부를 확인하여 이

루어 질 수 있다.

Fig. A1 Compression behavior along substrate thickness without

pre-strain
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